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CuAg0,10P

1. Aligemeine Informationen

Werkstoff-Bezeichnung:
CuAg0,10P

Werkstoff-Nr.:
CWO016A

CuAg0,10P ist ein silberhaltiges, desoxidiertes Kupfer mit
einem niedrigen Restphosphorgehalt, das eine hohe
elektrische Leitfédhigkeit und im Vergleich zu hochleitfahigen
Kupfersorten eine hohere Entfestigungstemperatur aufweist.
AuRerdem hat diese Kupfersorte ein verbessertes Zeitstand-
verhalten. Sie ist gut warm- und sehr gut kaltumformbar
und besitzt eine gute Korrosionsbestandigkeit. Sie hat eine
gute SchweiB- und Hartlotbarkeit sowie Wasserstoffbestan-
digkeit. CuAg0,10P wird hauptsachlich fiir Kommutator-
lamellen, Rotorwindungen, Spulen fiir induktive Erhitzung
und SchweiRelektroden verwendet [1].

2, Chemische Zusammensetzung - nach DIN CEN/TS 13388 -

Legierungsbestandteile

Massenanteil in %
Cu Ag P
Rest 0,08 bis 0,12 0,001 bis 0,007

Zuldssige Beimengungen bis
Massenanteil in %

Bi 0 Sonst. zusammen ?
0,0005 -0 0,03

" Der Sauerstoffgehalt muss vom Hersteller so eingestellt werden, dass
der Werkstoff die Anforderungen zur Wasserstoffbestindigkeit nach
DIN EN 1976 erfiillt.

2 Die Summe von sonstigen Elementen (aufer Kupfer) ist definiert als
die Summe von As, Bi, (d, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, 0, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te
und Zn.

3. Physikalische Eigenschaften

3.1 Dichte

| Temperatur | Dichte |

°C glem?®
20 8,93

2 | DEUTSCHES KUPFERINSTITUT

3.2 Solidus- und Liquidustemperatur

Schmelzbereich bzw. -temperatur (Liquidustemperatur)

1082

3.3 Langenausdehnungskoeffizient

Temperatur Langenausdehnungs-
koeffizient

°C 1076-K1
von -191 bis 16 14,1
von 20 bis 100 16,8
von 20 bis 300 17,7

3.4 Spezifische Wirmekapazitit

Spezifische Warmekapazitat

oC 11(g-K)
-150 0,289
=50 0,364
20 0,385
100 0,394
200 0,406
045
£
g -
o X
Eooss
£3 /
2 03
3
@
025
200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

Temperatur in °C

3.5 Wirmeleitfihigkeit

Warmeleitfahigkeit

°C Wi(m-K)
20 ca.385



3.6 Spezifische elektrische Leitfiahigkeit

Temperatur Spez. elektr. Zustand
Leitfahigkeit

°oC MS/m
20 55 bis 57

100 43 gegliiht

200 330

) Diese Angaben wurden abgeschiitzt.
Anmerkung: 1 MS/m entspricht 1 m/(Q2-mm?).

60

50 \
40 \

30

\

1 MS/m |= 1 m/(Qemm?)

Spez. elektrische Leitfahigkeit in
MS/m”

20

0 50 100 150 200 250

Temperatur in °C

3.7 Spezifischer elektrischer Widerstand

Temperatur Spez. elektr. Zustand
Widerstand

°C (Q:mm?)/m
20 0,0175 bis 0,0182
100 0,02339 gegliiht
200 0,0303%
" Diese Angaben wurden abgeschiditzt.
0,035
T
5 0030
5 X
§5 0,025
BE
2 & 002
ég 0,015
3
& 0010
0 50 100 150 200 250

Temperatur in °C

CuAg0,10P

3.8 Temperaturkoeffizient des elektr. Widerstands
Temperaturkoeffizient des
elektr. Widerstands

°C Kt

20 0,0038

Giiltig von 0 bis 100 °C.

3.9 Elastizititsmodul

Es sind Daten von Bandern (Proben: 3000 x 32 x 2,5 mm)
aus einer vergleichbaren Kupfersorte fiir unterschiedliche
Werkstoffzustinde und Temperaturen bekannt [2], die im
Folgenden tabellarisch zusammengestellt und graphisch
dargestellt wurden.

™ emperatur | lastzititsmodul | Zustand |

°C kN/mm?
20 107
100 106
150 107 gegliiht
200 98
250 95
20 110
100 111 Tor -
o Ka
ESil) a7 umgeformt
200 104
250 107
20 127
100 115 30 % Kalt
o Ka
130 L umgeformt
200 110
250 97
E 150
E
Z 30 Po kaltgeformt
£ 125 \
=]
° _/_\10 % kaltgefprmt
& 100
% armebehdndelt I
E
w75
0 50 100 150 200 250 300

Temperatur in °C

Anmerkung: 1 kN/mm? entspricht 1 GPa.
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3.10 Spezifische magnetische Suszeptibilitit - bei 20 °C -
CuAg0,10P ist diamagnetisch und besitzt daher keine para-

oder ferromagnetischen Eigenschaften. Die Volumensuszep-
tibilitat betragt -8 - 1077,

3.11 Kristallstruktur / Gefiige

CuAg0,10P kristallisiert in einem kubisch-fldchenzentrierten
Gitter. Das Gefiige zeigt eine Reihe von Zwillingsbildungen.

4. Mechanische Eigenschaften

Bei CuAg0,10P lassen sich hohe Harte- und Festigkeitswerte
nur durch Kaltumformung erreichen.

4.1 Festigkeitswerte bei Raumtemperatur

4.1.1 Platten, Bleche, Binder und Streifen fiir die Anwendung in der Elektrotechnik - nach DIN EN 13599 -

| zustand | Ddicke | Zugfestigheit 0,2 %-Dehngrenze Bruchdehnung || Hirte |

(NennmaR) fiir Dicken
von 0,1 bis tiber
2,5 mm 2,5 mm
ty Rn Rpo,2 Asomm A HV
mm N/mm? N/mm? % %
von bis min. max. min. max. min. min. min. max.
M 10 25 wie gefertigt

HOLO 0,1 5 = = = = = = 40 65
R220 0,1 5 220 260 = (140) 33 L2 = =
HOLO 0,2 10 = = = = = = 40 65
R200 0,2 10 200 250 = (100) = L2 = =
H065 0,1 10 = = = = = = 65 95
R240 0,1 10 240 300 180 = 8 15 = =
H090 0,1 10 - - - - - - 90 110
R290 0,1 10 290 360 250 - b 6 - -
H110 0,1 2 = = = = = = 110 =
R360 0,1 2 360 - 320 - 2 - - -

" Fijr Dicken kleiner als 0,1 mm miissen die mechanischen Eigenschaften zwischen Kéufer und Lieferant vereinbart werden.
Anmerkung 1: Die Zahlen in Klammern sind keine Anforderungen dieser Norm, sondern sie sind nur zur Information angegeben.
Anmerkung 2: 1 N/mm? entspricht 1 MPa.
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4.1.2 Nahtlose Rohre fiir die Anwendung in der Elektrotechnik - nach DIN EN 13600 -

Wand- Zugfestigkeit 0,2 %-Dehngrenze Bruch-
dicke dehnung
Rm R A HB HV

(NennmaR) 00,2
mm N/mm? N/mm? %
bis min. max. min. max. min. min. max. min. max.
D = kalt gezogen, ohne festgelegte mechanische Eigenschaften

HO35 20 = = = = = 35 60 35 65
R200 20 200 250 = 120 40 = = = =
H065 10 = = = = = 60 90 65 95
R250 10 250 300 150 = 15 = = = =
H090 5 = = = = = 85 105 90 110
R290 5 290 360 250 = 6 = = = =
H100 3 = = = = = 95 = 100 =
R360 3 360 = 320 = (3) = = = =

Anmerkung 1: Die Zahlen in Klammern sind keine Anforderungen dieser Norm, sondern sie sind nur zur Information angegeben.
Anmerkung 2: 1 N/mm? entspricht 1 MPa.

4.1.3 Stangen und Drihte fiir die aligemeine Anwendung in der Elektrotechnik - nach DIN EN 13601 -

Bruch-
dehnung
rund, quadratisch, rechteckig Rm Rpo2  Awomm A HB HV
sechseckig
Dicke Breite
mm mm mm N/mm? Nimm? % %
von  lber bis von  lber bis von lber bis min. min.  min. min. max. min. max.
D 2 = 80 0,5 = 40 1 = 200 kalt gefertigt, ohne festgelegte Eigenschaften

HO35 ¥ 2 - 80 0,5 - 40 1 - 200 - - - - 35 65 35 65
R200 ¥ 2 - 80 1 - 40 5 - 200 200 =120 25 35 - - - -
H065 2 = 80 0,5 = 40 1 = 200 = = = = 65 90 70 95
R250 2 = 10 1 = 10 5 = 200 250 =200 8 12 = = = =
R250 = 10 30 = = = = = = 250 =180 = 15 = = = =
R230 = 30 80 = 10 40 = 10 200 230 =160 = 18 = = = =
H085 2 - 40 0,5 - 20 1 - 120 - - - - 85 110 90 115
HO75 - 40 80 - 20 40 - 20 160 - - - - 75 100 80 105
R300 2 - 20 1 - 10 b - 120 300 =260 5 8 - - - -
R280 - 20 40 - 10 20 - 10 120 280 =240 - 10 - - - -
R260 - 40 80 - 20 40 - 20 160 260 =220 - 12 - - - -
H100 2 = 10 0,5 = 5 1 = 120 = = = = 100 = 110 =
R350 2 = 10 1 = 5 5 = 120 350 =320 3 5 = = = =

) zustand: gegliiht.
Anmerkung: 1 N/mm? entspricht 1 MPa.
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4.1.4 Profile und profilierte Driihte fiir die Anwendung in der Elektrotechnik - nach DIN EN 13605 -

Zugfestigkeit 0,2 %-
Dehngrenze
Rm Roo,2

Dicke Breite/Hohe

mm mm N/mm? N/mm?

max. max. min.

D 50 180

HO35 ? 50 180 - -
R200 2 50 180 200 <120
H065 ? 10 150 - -
R240 ¥ 10 150 240 > 160
H080 ? 5 100 - -
R280 5 100 280 2 240

Brucrldehnung 1) “
HB HV

Alﬂnmm A
% %
min. min.
wie gezogen
= = 2 35 bis < 65
25 35 =
= = 2 65 bis < 95
- 15 -
- - = 80 bis <115
- 8 -

235bis<70

= 70 bis <100

2 85 bis <120

" Den aufgefiihrten Werten fiir die Bruchdehnung liegt eine Ausgangsmessldnge nach DIN EN 10002-1 zu Grunde (eine Messlénge I, = 5,65S," fiir

Dicken = 3 mm und eine konstante Messldnge |, mit 100 mm fiir Dicken < 3 mm).
J zustand: weich.

% Diese Werte sind nur an bestimmten Stellen der Probe giiltig und wenn sie zum Zeitpunkt der Anfrage und des Auftrags zwischen Kéufer und

Hersteller vereinbart wurden.
Anmerkung: 1 N/mm? entspricht 1 MPa.

4.1.5 Vordriahte

Vordrdhte aus CuAg0,10P sind in DIN EN 1977 genormt.

4.1.6 Schmiedestiicke

Schmiedestiicke aus CuAg0,10P sind in DIN EN nicht
genormt.

4.2 Tieftemperaturverhalten

Hierzu sind keine Daten bekannt. Die Zugfestigkeit und die
0,2 %-Dehngrenze sowie die Bruchdehnung diirften
jedoch analog zu den vergleichbaren Kupferwerkstoffen
mit abnehmender Temperatur ansteigen.
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4.3 Hochtemperaturverhalten
4.3.1 Warmfestigkeit

Hierzu wurden die bekannten Daten von Bandmaterial
(Proben: 3000 x 32 x 2,5 mm) aus einer vergleichbaren
Kupfersorte iibernommen [2]. Die Werte der Zugfestigkeit,
der 0,2 %-Dehngrenze und der Bruchdehnung fiir unter-
schiedliche Umformgrade sind in den nachstehenden Dia-
grammen in Abhdngigkeit von der Temperatur dargestellt.

400
R kaltgeformt, 30%
£ .o, —— gorm , o
3
3 R kaltgeformt, 10%
® o0 o "
© \R
S 150
7] warmebehandelt
2 100
(2]
=]
N 50
0
0 50 100 150 200 250 30(
Temperatur in°C
350 T
3 — kaltgeformt, 309
é 300 \\ \g :
4
i 250 \
S kaltgeformt, 10%
% 200 —_ g
§ T
g 150 -
2 warmebehandelt
® 100
a
X 50
N
o
0
0 50 100 150 200 250 30(
Temperatur in °C
60
f warmebehandelt
= 40
g’ —
£ 30 e~
S |
B 20 kaltgeformt, 10%
[$]
|
S kaltgeformt, 30%
10
0
0 50 100 150 200 250 30(

Temperatur in °C

CuAg0,10P

4.3.2 Zeitstandwerte

Fiir eine vergleichbare Kupfersorte sind verschiedene Zeit-
standfestigkeiten und Zeitdehngrenzen fiir unterschiedliche
Umformgrade bekannt [2], die in den folgenden Diagrammen
gegen die Temperatur dargestellt wurden.

Zeitstandfestigkeiten
250 . . . .
k= ‘ kaltgeformt, 10 %
§ 200 ————
c \\\\\
= 150 | 100000 AR~ ~pon
1000 H
£ N~ 100d0 R
& 100
o
c
8
2 50
N
0

75 100 125 150 175 200 225 250 27¢

Temperatur in °C

350 —_—
k: kaltgeformt, 30 % L
E 300 — ‘ g :
E \\\
c 250 —
= 10000 h\\\\\\ 100 h
2 150 \‘\1000h
< 0000 AN
2
€ 100
k2
s 90
N

0

75 100 125 150 175 200 225 250 27¢

Temperatur in °C

350 T T 1

300 ! warmebehandelt I_

250

200
10000|h
150 + ®
10000Q h

100

50

Zeitstandfestigkeit in N/mm?

0
75 100 125 150 175 200 225 250 27¢

Temperatur in °C
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Zeitdehngrenzen

. 200
E kaltgeformt, 10 %
Z 190
£ \
§. 180 100 h
x© \
S \ 1000 h
N
c 170
% \ 10000 h
c \
< 160
2 \
a 100 000 h
N 150
75 100 125 150 17¢
Temperatur in °C
300 T T
“:E ~ | kaltgeformt, 30 %
E 275 ~—]
z \\\ 100 h
sg_ 250 —~ 1000 h
4 \
5 225 10000 h
N
f=4
e
& 200 100 000 h
f=4
<
Q
B 175
Q
N
150
75 95 115 135 155 175
Temperatur in °C
100 , :
E ‘ warmebehandelt
£
> 9
£
;- 80
~~—_ Toon
c \\
E \\\ 000 h
o 70 0000 h
2 I 00 000 h
£
g 60
]
N
50
75 95 115 135 155 175

Temperatur in °C
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4.4 Dauerschwingfestigkeit

Fiir Flacherzeugnisse (1 mm dick) aus einer vergleichbaren
Kupfersorte sind folgende Daten bekannt [3].

Lastwechsel  Zugfestigkeit | Dauerbiege-
festigkeit

x 108 N/mm? N/mm?
halbhart 1 290 90
hart 1 354 90
federhart 1 379 97

Anmerkung: 1 N/mm? entspricht 1 MPa.

5. Relevante Normen

DIN CEN/TS 13388 Kupfer und Kupferlegierungen -
Ubersicht iiber die Zusammensetzungen
und Produkte

DIN EN 1976 Kupfer und Kupferlegierungen -
Gegossene Rohformen aus Kupfer

DIN EN 1655 Kupfer und Kupferlegierungen -
Konformitdtserkldarungen

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse — Arten von

Priifbescheinigungen

Metallische Werkstoffe — Zugversuch -
Teil 1: Priifverfahren (bei Raumtemperatur)
Kupfer und Kupferlegierungen -
Bestimmen der mittleren KorngroRe
Kupfer — Wasserstoffversprodungs-
versuch

DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung
nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren
Metallische Werkstoffe — Biegepriifung
Metallische Werkstoffe — Hartepriifung
nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren
Method of measurement of resistivity
of metallic materials

Copper and copper alloys — Selection
and preparation of samples for
chemical analysis — Part 2: Sampling of
wrought products and castings
Oxygen-free copper — Scale adhesion
test

Metallic materials — Wire — Reverse
band test

DIN EN 10002-1

DIN EN ISO 2624

DIN EN ISO 2626

DIN EN ISO 7438
1SO 6507-1

IEC 60468

IS0 1811-2

ISO 4746

I1SO 7801



6. Werkstoffbezeichnungen

Vergleich der Werkstoffbezeichnungen in verschiedenen
Landern (einschlieBlich 1S0) *

Bezeichnung Werkstoffbezeich-
der Normung nung / -nummer

Europa EN CuAg0,10P
CWO016A
USA ASTM (UNS) C10700
(12100
Japan JIS =
Internationale 1SO CuAg0.1(P)
Normung
Vormalige nationale Bezeichnungen
Deutschland DIN CuAg0,1(P)
2.1191
Frankreich NF Cu-Ag
GroRbritannien BS Cu-Ag-OF4
Italien UNI CuAg0,1(P)
Schweden SS CuAg0,1P
Schweiz SNV CuAg0,1P
Spanien UNE CuAg0,1(P)

*) Die Toleranzbereiche der Zusammensetzung der in auflereuropdischen
Ldndern genormten Legierungen sind nicht in allen Féllen gleich mit
der Festlegung nach DIN EN.

7. Bearbeitbarkeit [4 - 6]

7.1 Umformen und Gliihen

Kaltumformung sehr gut
Kaltumformgrad zwischen den max. 95 %
Glilhungen

Warmumformung gut

Temperaturbereich 750 bis 950 °C

Weichgliihen, Temp-Bereich 375 bis 650 °C
Entspannungsgliihen, Temp-Bereich 150 bis 200 °C

CuAg0,10P weist ein hohes Formdnderungsvermdgen und
eine sehr gute Kaltumformbarkeit auf. Diese Legierung ist
mit hohen Kaltumformgraden zwischen Gliihungen bestens
fiir die spanlose Umformung geeignet. Zur Vermeidung
einer KornvergroRerung sollten bei der Gliihung hohe Tem-
peraturen moglichst vermieden werden.

CuAg0,10P

7.2 Spanbarkeit
Zerspanbarkeitsindex: 20
(Cuzn39Pb3 = 100)

(Die angegebenen Zahlen sind keine festen Messwerte,
sondern stellen relative Einstufungen dar. Angaben ande-
rer Quellen kénnen daher geringfligig nach oben oder
unten abweichen.)

Bei der groben Unterteilung der Kupferwerkstoffe hinsicht-
lich ihrer Spanbarkeit in drei Hauptgruppen wird CuAg0,10P
der Gruppe Ill (mdRige bis schwere Spanbarkeit) zugeord-
net. Bei relativ niedrigen Schnittkraften neigt der Werkstoff
zur Aufbauschneidenbildung. AuBerdem bilden sich sehr
lange und schwierig abzufiihrende Flachwendel- und
Wirrspdne. Zur Erzielung von guten und glatten Oberflachen
sind eine scharfe Schneide, gute Spanabfuhr sowie aus-
reichende Schmierung mit Schneidélen (Reduzierung der
Aufbauschneidenbildung) erforderlich. Durch groRe Span-
winkel, scharfe Schneiden und polierte Oberflachen kann
der Aufbauschneidenbildung entgegengewirkt werden.

7.3 Verbindungstechniken

GasschweiBen gut
LaserschweilRen gut
WIG-SchweiBen sehr gut
MIG-SchweiBen sehr gut

WiderstandsschweiBen
- Punkt- und NahtschweiRen weniger empfehlenswert
- StumpfschweiBen gut

CuAg0,10P ist nach allen gangigen Verfahren einwandfrei
schweiRbar. Die hohe Warmeleitfahigkeit bewirkt ein rasches
Abwandern der eingebrachten Warme in die benachbarten
Zonen. Zur Erzielung und Aufrechterhaltung des Schmelz-
flusses wird bei groBeren Wanddicken eine Vorwdarmung
erforderlich. Bei besonderen Anforderungen an die elektrische
Leitfahigkeit der Schweiverbindung ist beim Schmelz-
schweillen ein Schweilzusatz gleichen Typs zu bevorzugen.

Weichldten sehr gut
Hartloten sehr gut
gut
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7.4 Oberflichenbehandlung

mechanisch sehr gut
elektrolytisch sehr gut
Galvanisierbarkeit
sehr gut

Eignung fiir Tauchverzinnung
sehr gut

8. Korrosionsbestindigkeit

CuAg0,10P weist eine gute Bestandigkeit in natiirlicher
Atmosphére (auch in Meeresluft) und Industrieatmosphare
auf. Auch gegen Trink- und Brauchwasser, wassrige und
alkalische Losungen (ohne Oxidationsmittel), reinen Wasser-
dampf, nicht oxidierende Siuren (ohne gelgsten Sauerstoff)
und neutrale Salzlosungen ist CuAg0,10P bestdandig. Beim
Gliihen in wasserstoffhaltiger Atmosphare tritt keine Werk-
stoffschdadigung ein.

CuAg0,10P ist gegen Spannungsrisskorrosion unempfindlich.

CuAg0,10P ist aber gegen Losungen, die Cyanide, Halogenide
bzw. Ammoniak enthalten, gegen oxidierende Sauren,
feuchtes Ammoniak und halogenhaltige Gase, Schwefel-
wasserstoff und Seewasser nicht bestandig.

9. Anwendungen

Kommutatorlamellen

Kollektorringe

Kontakte, Schalter, Anschliisse

Rotorwicklungen in Elektromotoren und Generatoren
Spulen fiir induktive Erhitzung

Elektroden fiir WiderstandsschweiBen

Strom- und Sammelschienen (geldtet oder geschweiRt)
Elektrische Leitungen

rohrenformige Leitungen

o Teile chemischer Apparaturen, Anoden

e Kugelschwimmer, Bottiche

e Teile, bei denen SchweilRbarkeit verlangt wird

e Ausldufe, Auskleidung

e Abschirmung

¢ Rinnen, Wandkehlen u.a.

10 | DEUTSCHES KUPFERINSTITUT

10. Liefernachweis

Technische Lieferbedingungen sind in der betreffenden
Produktnorm enthalten. Nachweise von Herstellern und
Handlern fiir Halbzeug aus CuAg0,10P kénnen der Quelle [7]
entnommen werden.

11. Literatur

Die Angaben dieses Datenblattes sind der bekannten
Literatur entnommen bzw. in Anlehnung an diese extra-
poliert bzw. angesetzt worden. Einige dieser Stellen sind
nachstehend aufgelistet.

[11 Niedriglegierte Kupferwerkstoffe — Eigenschaften,
Verarbeitung, Verwendung - (DKI-Informationsdruck i.008).
Deutsches Kupferinstitut, Diisseldorf, 1977.

[2] INCRA Monograph Xl — The Metallurgy of Copper ,,A
critical survey of available high temperature mechanical
property data for copper and copper alloys" International
Copper Research Association, Inc. 708 Third Avenue, New
York, NY 10017,Dec. 1983.

[38] Standards Handbook, Part 2 — Alloy Data, Wrought
Copper and Copper Alloy Mill Products, Eighth Edition, 1985.
(DA Inc. Greenwich, Connecticut 06836.

[t] Copper, UNS (12000, UNS (12100. MatWeb - Online
Material Data Sheet, 2005.

[5] Properties of Wrought and Cast Copper Alloys — (12100
(Phosphorus-Deoxidized, Low Residual P). CDA, 2005.

[6] Material property data sheet — copper alloys (12100.
Metal Suppliers Online, LLC, 2005.

[71 http://www.kupferinstitut.de



12. Index

Allgemeine Informationen 2
Anwendungen 10

Chemische Zusammensetzung 2
Dauerschwingfestigkeit 8
Dichte 2

Elastizitatsmodul 3
Entspannungsgliihen 9
Festigkeitswerte

Platten, Bleche, Bander, Streifen 4

Profile, profilierte Drahte 6
Rohre 5
Schmiedestiicke 6
Stangen, Drdhte 5
Vordrdhte 6
Galvanisierbarkeit 10
GasschweiBen 9
Geflige &4
Hartloten 9
Hochtemperaturverhalten 7
Kaltumformgrad 9
Kaltumformung 9
Kleben 9
Korrosionsbestdandigkeit 10
Kristallstruktur &
Ldngenausdehnungskoeffizient 2
LaserschweiRen 9
Liefernachweis 10
Liquidustemperatur 2

Literatur 10

Loten 9

MIG-Schweilen 9

Normen 8
Oberflaichenbehandlung 10
Polieren 10
Schmelztemperatur 2
SchweiRen 9
Solidustemperatur 2
Spanbarkeit 9

Spez. elektrische Leitfdhigkeit 3
Spez. elektrischer Widerstand 3
Spez. magnetische Suszeptibilitdt &4
Spez. Warmekapazitat 2
Tauchverzinnung 10

CuAg0,10P

Temperaturkoeffizient des elektr. Widerstands 3

Tieftemperaturverhalten 6
Verzinnung 10
Warmeleitfahigkeit 2
Warmfestigkeit 7
Warmumformung 9
Weichgliihen 9
Weichloten 9
Werkstoffbezeichnungen 9
WiderstandsschweiBen 9
WIG-Schweilen 9
Zeitstandwerte 7

WERKSTOFF-DATENBLATTER | 11



	CuAg0,10P 
	1.  Allgemeine Informationen 
	2. Chemische Zusammensetzung   - nach DIN CEN/TS 13388 - 
	3. Physikalische Eigenschaften 
	3.1 Dichte 
	3.2 Solidus- und Liquidustemperatur 
	3.3 Längenausdehnungskoeffizient 
	3.4 Spezifische Wärmekapazität 
	3.5 Wärmeleitfähigkeit 
	3.6 Spezifische elektrische Leitfähigkeit 
	3.7 Spezifischer elektrischer Widerstand 
	3.8 Temperaturkoeffizient des elektr. Widerstands 
	3.9 Elastizitätsmodul 
	3.10  Spezifische magnetische Suszeptibilität   - bei 20 °C - 
	3.11 Kristallstruktur / Gefüge 

	4. Mechanische Eigenschaften 
	4.1 Festigkeitswerte bei Raumtemperatur 
	4.1.1 Platten, Bleche, Bänder und Streifen für die Anwendung in der Elektrotechnik   - nach DIN EN 13599 - 
	4.1.2 Nahtlose Rohre für die Anwendung in der Elektrotechnik   - nach DIN EN 13600 - 
	4.1.3 Stangen und Drähte für die allgemeine Anwendung in der Elektrotechnik   - nach DIN EN 13601 - 
	4.1.4  Profile und profilierte Drähte für die Anwendung in der Elektrotechnik   - nach DIN EN 13605 - 
	4.1.5 Vordrähte 
	4.1.6 Schmiedestücke 

	4.2 Tieftemperaturverhalten 
	4.3 Hochtemperaturverhalten 
	4.3.1 Warmfestigkeit 
	4.3.2 Zeitstandwerte 

	4.4 Dauerschwingfestigkeit 

	5. Relevante Normen 
	6. Werkstoffbezeichnungen 
	7. Bearbeitbarkeit   [4 - 6] 
	7.1 Umformen und Glühen 
	7.2 Spanbarkeit 
	7.3 Verbindungstechniken 
	7.4 Oberflächenbehandlung 

	8. Korrosionsbeständigkeit 
	9. Anwendungen 
	10. Liefernachweis 
	11. Literatur 
	12. Index 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


